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证券代码：688403                                  证券简称：汇成股份 

 

合肥新汇成微电子股份有限公司 

投资者关系活动记录表 

（2023 年 5 月） 

 
编号：2023-004 

投资者关系 

活动类别 

☑特定对象调研        ☑分析师会议 

□媒体采访            □业绩说明会 

□新闻发布会          □路演活动 

□现场参观            ☑电话会议 

□其他 （请文字说明其他活动内容） 

参与单位名称 

华安基金、平安基金、工银瑞信、易方达、宝盈基金、西部

利得、申万菱信、大成基金、国泰基金、弘毅远方基金、中

信资管、招商资管、光大资管、广发资管、太平养老保险、

平安养老保险、太平洋保险、兴合基金、华泰保兴基金、永

赢基金、国寿安保基金、上海宝弘资产、东方红资管、路博

迈基金、百济投资、勤辰私募基金、招商证券、国金证券、

申万宏源证券、国泰君安证券、华创证券、华安证券。 

活动时间 2023 年 5 月 1 日—2023 年 5 月 31 日 

活动地点 公司会议室、线上会议系统 

上市公司接待 

人员姓名 

副总经理林文浩、董事会秘书奚勰、财务总监闫柳、证券事

务代表王赞 

投资者关系活动主

要内容介绍 

1、问:相较于其他芯片领域，当前显示驱动芯片领域景

气度恢复较快，是由于终端消费市场需求复苏还是下游客

户补库存？这一趋势是否具备持续性？ 

答:封测属于显示驱动芯片（DDIC）的中间代工环节，

在整体消费电子产业链中处于相对上游的位置，终端消费
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市场的需求波动、显示面板及 DDIC 库存变化传导至封测

环节具备一定的滞后性，因此公司难以直接判断 DDIC 景

气度提升的主要影响因素。 

从中长期趋势来看，中国大陆是主要的消费电子终端

市场，中国大陆显示面板行业已形成显著的领先优势，进而

导致上游显示驱动芯片产业链整体呈现由韩国、中国台湾

逐步向中国大陆转移的趋势，集创北方、新相微等中国大陆

DDIC 设计公司迅速崛起，本土晶圆厂 DDIC 产能快速扩

充。同时，受近年来国际贸易环境复杂多变影响，境外设计

公司出于供应链安全的考虑，倾向于将代工端特别是封测

环节转移至中国大陆。受益于产业转移的时代趋势，公司对

于订单及市场份额的持续提升具备信心，消费市场的周期

波动不会对中国大陆显示驱动产业链的中长期发展趋势带

来重大不利影响。 

 

2、问:关于产业转移趋势，台系 DDIC 设计公司为何倾

向于将封测业务转移至中国大陆而非在中国台湾封测？ 

答:在技术水平、产品良率等方面，包括公司在内的中

国大陆主要 DDIC 封测厂商与中国台湾厂商较为接近，能

够满足客户的封测服务需求。 

中国大陆是全球最大的消费电子终端市场，且京东方

等为代表的企业在显示面板领域具备领先优势和规模优

势，显示驱动芯片产业链整体向中国大陆转移已成为趋势。

出于供应链安全等考虑，台系设计公司有动力将制造代工

端整体向中国大陆转移，特别是考虑到向面板厂出货的便

利性，封测端的产业转移趋势更为显著。 

 

3、问：关于产品结构变化，OLED 相较于传统产品的

价格情况如何？当前 OLED 的营收占比情况如何？ 
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答：OLED 相较于 TDDI、DDIC 等产品主要在测试环

节的要求较高，对测试平台和测试时长均有着相对更高的

要求，相应导致测试环节的加工价格提升。 

受益于 OLED 在终端消费市场的渗透率持续提升，以

及产业转移效应影响，预计 OLED 业务的营收占比将持续

攀升。 

 

4、问：公司 Q1 毛利率水平同比有所下降，毛利率下

降的主要原因是？预计后续变化趋势如何？ 

答：2022 年下半年起受终端消费市场景气度下行影响，

公司订单量有所减少，稼动率较 2022 年上半年有所下降，

今年 Q1 整体上延续了 2022 年末的趋势，叠加部分客户价

格折让因素，造成 Q1 毛利率同比下降。 

自 2023 年 3 月起订单情况有所转暖，稼动率快速回升，

预计毛利率水平将有所恢复，具体请参见公司后续公告及

定期报告。 

 

5、问：公司前五大客户情况？境内及境外客户占比及

变化趋势？ 

答：公司前五大客户包括联咏、天钰、集创北方等，具

体可参见公司招股书及定期报告。集创北方、爱协生、云英

谷等境内客户的占比正持续提升。 

 

6、问：公司当前在手订单及客户下单趋势如何？订单

能见度大概多久？是否存在因下游景气度变化导致的砍单

风险？ 

答：自 2023 年 3 月起客户订单情况显著恢复，Q2 内

订单及稼动率水平整体维持在高位。 

订单能见度一般为 2-3 个月，因景气度变化可能会推迟
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部分订单的执行，但砍单的风险相对较小。 

 

7、公司所封测的晶圆主要来源于哪些晶圆厂？其中来

自晶合集成的晶圆占比有多少？公司产能规划是否跟随晶

合集成？ 

答：晶圆主要来自晶合集成、SMIC、TSMC、联电、世

界先进、和舰等晶圆厂，其中晶合集成的晶圆约占七成左

右。晶合集成的扩产规划对公司有一定参考作用，但公司产

能规划主要基于客户需求及订单情况，并非完全跟随产业

链其他公司的扩产节奏。 

 

8、问：相较于其他类型芯片的封测业务，DDIC 封测

毛利率较高，国内其他大型封测厂商会不会进入 DDIC 封

测领域挤压公司市场份额？ 

答：在技术端，DDIC 封测主要以金凸块制造为核心，

客户对良率和稳定性有较高要求，具备相对较高的技术门

槛；在资产端，DDIC 封测属于重资产投入的行业；在客户

端，下游设计公司的市场集中度较高，客户黏性较强，新进

的封测厂商需要通过较长周期的客户验证，因此整体而言

DDIC 封测业务具备相对较高的行业壁垒。 

公司自 2011 年起从事 DDIC 封测业务，已与业内主要

设计公司建立稳定良好的合作关系，主要经营基地紧邻晶

圆厂和面板厂，在 DDIC 封测领域具备相对较强的先发优

势和竞争优势。 

同时，鉴于前述产业转移的行业趋势，中国大陆 DDIC

封测市场处于持续增长阶段，若当前业内头部厂商无法满

足客户持续增长的产能需求，不排除其他厂商或新进者填

补市场份额，形成多家封测厂商良性竞争的格局。 

9、问：公司接受客户认证稽核主要是设计公司认证还



  5 / 5 
 

是面板和终端品牌认证？ 

答：主要是直接客户设计公司对公司进行认证稽核，面

板厂甚至终端品牌方也会根据其品控及供应链管理需要对

公司进行认证。 

 

10、问：为什么 DDIC 使用金凸块，其他芯片比较少有

使用金的？ 

答：DDIC 直接应用于显示面板，面板相较于 IC 的价

值较高，因此对于 DDIC 的良率和稳定性较高要求。 

金具备出色的导电性、机械加工性以及散热性能，可以

起到界面之间的电气互联和应力缓冲的作用，因此 DDIC 业

内基于多年实践探索形成以金凸块制程为主流。 

 

附件清单（如有） 无 

上传日期 2023 年 5 月 31 日 

 


